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【57】申請專利範圍
1.　一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置在該殼體的內部空間內；一電

子電路部件，安裝於該基板；一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的一部分並入射來

自外部的一圖像光；以及一傳送部，將該光學元件或拍攝元件和該電子電路部件連接，

在該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間，能夠進行該圖像光或者該圖像光對應

的一電信號的傳送，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍攝元件的該殼體

的一部分經由一空間部隔開而配置，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元件

的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連

接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側

配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

2.　如請求項 1所述的電子設備，其中，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍
攝元件的該殼體的一部分經由該空間部在 Z方向上隔開而配置。

3.　如請求項 1所述的電子設備，其中，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍
攝元件的該殼體的一部分在 X方向上隔開而配置。

4.　如請求項 1所述的電子設備，其中，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍
攝元件的該殼體的一部分在 Y方向上隔開而配置。

5.　如請求項 1所述的電子設備，其中，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍
攝元件的該殼體的一部分在 Z方向、X方向以及 Y方向的至少一個方向上隔開而配置。

6.　如請求項 1所述的電子設備，其中，該傳送部通過一光纖、一導光體、一鏡筒、一電佈
線中的至少一個構成。
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7.　如請求項 1所述的電子設備，其中，在該殼體的底部的一部分配置有作為該光學元件的
一透鏡，在該電子電路部件連接或安裝有一圖像感測器，該傳送部通過一光纖、一導光

體、一鏡筒中的至少一個構成。

8.　如請求項 1所述的電子設備，其中，與該殼體相接而設置一第一絕熱層。
9.　如請求項 8所述的電子設備，其中，在該殼體內以包圍該基板的方式設置一第二絕熱
層。

10.   如請求項 9所述的電子設備，其中，以覆蓋包括該電子電路部件的在該殼體內作為一保
護對象的各個部件的方式設置一第三絕熱層。

11.   如請求項 10所述的電子設備，其中，以覆蓋該傳送部與該殼體內的部件間的佈線的至少
一部分的方式設置一第四絕熱層。

12.   如請求項 11所述的電子設備，其中，在該空間部設置一第五絕熱層。
13.   如請求項 12所述的電子設備，其中，在該殼體內的至少一部分的區域設置一吸熱材料或

者一充填材料。

14.   如請求項 13所述的電子設備，其中，該第三絕熱層、該第五絕熱層或者該吸熱材料或該
充填材料設置於該基板的下側從而支撐和/或固定該基板。

15.   如請求項 1所述的電子設備，其中，對該基板的至少一部分的表面或者該殼體的表面或
者包括該電子電路部件的一安裝部件實施一絕熱塗飾。

16.   如請求項 1所述的電子設備，其中，在該殼體的底部的一部分配置一光源部，該光源部
至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該光源部的下側配置至少具有耐熱性、

防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

17.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置在該殼體的內部空間內；一電

子電路部件，安裝於該基板；一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的一部分並入射來

自外部的一圖像光；以及一傳送部，將該光學元件或拍攝元件和該電子電路部件連接，

在該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間，能夠進行該圖像光或者該圖像光對應

的一電信號的傳送，該基板及該電子電路部件從配置有該光學元件或拍攝元件的該殼體

的一部分經由一空間部隔開而配置，其中，在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部

配置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡

筒，該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾

著一密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口

部或者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一

遮熱過濾器或者一罩體。

18.   如請求項 1或 17所述的電子設備，其中，該基板由包括一底面部和一側面部的一箱形
狀、一筒形狀、一球形或者一長球形或與其類似的多面體構成，在該箱形狀、筒形狀、

球形或者長球形或與其類似的多面體的該基板的內部空間配置包括該電子電路部件的部

件。

19.   如請求項 18所述的電子設備，其中，該箱形狀、筒形狀、球形或者長球形或與其類似的
多面體的該基板的大小小於由該殼體的內表面構成的三維形態的大小。

20.   如請求項 18所述的電子設備，其中，該殼體的內表面與該箱形狀、筒形狀、球形或者長
球形或與其類似的多面體的該基板的外表面之間的最短距離是 3~20mm。

21.   如請求項 20所述的電子設備，其中，該殼體的內表面與該箱形狀、筒形狀、球形或者長
球形或與其類似的多面體的該基板的外表面之間的最短距離是 13~20mm。
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22.   如請求項 1或 17所述的電子設備，其中，該基板在俯視觀察中具有與該電子設備的形狀
相同的形狀。

23.   如請求項 22所述的電子設備，其中，在俯視觀察中，該電子設備的構造面的形狀是大致
橢圓形，並且，該基板的平面形狀也是與該電子設備的構造面的形狀同樣的大致橢圓形。

24.   如請求項 1或 17所述的電子設備，其中，該電子電路部件配置於該基板的 Z方向的下
側。

25.   如請求項 24所述的電子設備，其中，該圖像感測器配置於該電子電路部件的進一步 Z方
向的下側。

26.   如請求項 1或 17所述的電子設備，其中，在該殼體的內部不設置一光源部。
27.   如請求項 26所述的電子設備，其中，用於將光引進該殼體內的一光引進部設置為該殼體

的底面的一斜面部。

28.   如請求項 12所述的電子設備，其中，該第一絕熱層、該第二絕熱層、該第三絕熱層、該
第四絕熱層和該第五絕熱層中至少一方由多個層形成。

29.   如請求項 12所述的電子設備，其中，代替該第一絕熱層、該第二絕熱層、該第三絕熱
層、該第四絕熱層或者該第五絕熱層，對一絕熱對象物實施一絕熱塗飾。

30.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的一內部空間內，並

安裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，入射來自外部的一圖像光，該光

學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠

進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，該基板從該殼體的底部在 Z方向
上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下
表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的
上表面與該基板的下表面之間的距離，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元

件的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連

接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側

配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

31.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的一內部空間內，並

安裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，入射來自外部的一圖像光，該光

學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠

進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，該基板從該殼體的底部在 Z方向
上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下
表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的
上表面與該基板的下表面之間的距離，其中在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部

配置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡

筒，該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾

著一密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口

部或者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一

遮熱過濾器或者一罩體。

32.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該基板在 Z方向上從該殼體的上部的外表面
隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的上表面與該殼體的上部的外
表面之間的距離。

33.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部
的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼
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體的上部的下部側面之間的距離，該電子電路部件的短邊方向的中心在該殼體的短邊方

向上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4B。
34.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該基板從該基板的長邊方向的端面分別到在

Y方向上該殼體的上部的長邊方向一側及另一側的外表面分別隔開一距離 K4C1以及一
距離 K4C2，作為該基板在與 Y方向正交的 X方向上的水平方向的隔開距離，該基板從
該基板的短邊方向的側面分別到該電子設備的該殼體的上部的短邊方向一側及另一側的

外表面分別隔開一距離 K4D1以及一距離 K4D2。
35.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該基板從該殼體的上部的外表面隔開一距離

K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的該殼體的上部的外表面之間的距
離。

36.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元
件相互在上下方向以及水平方向上隔開而配置。

37.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元
件中任一方相互在 Z方向上下方向、水平方向 Y方向以及水平方向 X方向上隔開而配
置。

38.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元
件中任一方相互在 Z方向上下方向、水平方向 Y方向以及水平方向 X方向上隔開而配
置，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元件中任一方相對於另一方，在該水平方

向 X方向的相對側的位置在對角線方向上配置。
39.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，該光學元件或拍攝元件在從該殼體的一端側

中該殼體的上部的下部側面起一距離 K6的位置處配置於該殼體的底部的一端側，另一
方面，該電子電路部件配置於從該殼體的相反側的另一端側中該殼體的上部的下部側面

起一距離 K4A的位置，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間在 Y方向的水平
方向上以一距離 K7相互隔開。

40.   如請求項 30或 31所述的電子設備，其中，在該基板的上方配置一電源部和/或一光源部
的至少一方或者兩方。

41.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；以及一基板，配置於該殼體的內部空間內，

並安裝有一電子電路部件，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一
距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下
表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之
間的距離，該基板從該殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該
電子電路部件的上表面與該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向
上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的下部側面之間的距離，該電子電路部件的短邊方向的中心

在該殼體的短邊方向上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4B，該基板從該基板的
長邊方向的端面分別到在 Y方向上該殼體的上部的長邊方向一側及另一側的外表面分別
隔開一距離 K4C1以及一距離 K4C2，作為該基板在與 Y方向正交的 X方向上的水平方
向的隔開距離，該基板從該基板的短邊方向的側面分別到該電子設備的該殼體的上部的

短邊方向一側及另一側的外表面分別隔開一距離 K4D1以及一距離 K4D2，該基板從該
殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元件相互

在水平方向以及上下方向上隔開而配置，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝

元件的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線

(4)

- 4187 -



連接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下

側配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

42.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；以及一基板，配置於該殼體的內部空間內，

並安裝有一電子電路部件，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一
距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下
表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之
間的距離，該基板從該殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該
電子電路部件的上表面與該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向
上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的下部側面之間的距離，該電子電路部件的短邊方向的中心

在該殼體的短邊方向上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4B，該基板從該基板的
長邊方向的端面分別到在 Y方向上該殼體的上部的長邊方向一側及另一側的外表面分別
隔開一距離 K4C1以及一距離 K4C2，作為該基板在與 Y方向正交的 X方向上的水平方
向的隔開距離，該基板從該基板的短邊方向的側面分別到該電子設備的該殼體的上部的

短邊方向一側及另一側的外表面分別隔開一距離 K4D1以及一距離 K4D2，該基板從該
殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件、以及該光學元件或拍攝元件相互

在水平方向以及上下方向上隔開而配置，其中在該殼體的底部的一部分所設置的一開口

部配置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡

筒，該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾

著一密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口

部或者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一

遮熱過濾器或者一罩體。

43.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；以及一基板，配置於該殼體的內部空間內，

並安裝有一電子電路部件，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一
距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下
表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之
間的距離，該基板從該殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該
電子電路部件的上表面與該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向
上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的下部側面之間的距離，該電子電路部件的短邊方向的中心

在該殼體的短邊方向上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4B，該基板從該基板的
長邊方向的端面分別到在 Y方向上該殼體的上部的長邊方向一側及另一側的外表面分別
隔開一距離 K4C1以及一距離 K4C2，作為該基板在與 Y方向正交的 X方向上的水平方
向的隔開距離，該基板從該基板的短邊方向的側面分別到該電子設備的該殼體的上部的

短邊方向一側及另一側的外表面分別隔開一距離 K4D1以及一距離 K4D2，該基板從該
殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該光學元件或拍攝元件在從該殼體的一端側中該殼

體的上部的下部側面起一距離 K6的位置處配置於該殼體的底部的一端側，另一方面，
該電子電路部件配置於從該殼體的相反側的另一端側中該殼體的上部的下部側面起一距

離 K4A的位置，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間在 Y方向的水平方向上
以一距離 K7相互隔開，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元件的一圖像感
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測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連接，該圖像感

測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側配置至少具有

耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

44.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；以及一基板，配置於該殼體的內部空間內，

並安裝有一電子電路部件，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一
距離 K2而配置，該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下
表面之間的距離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之
間的距離，該基板從該殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該
電子電路部件的上表面與該殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向
上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的下部側面之間的距離，該電子電路部件的短邊方向的中心

在該殼體的短邊方向上從該殼體的上部的下部側面隔開一距離 K4B，該基板從該基板的
長邊方向的端面分別到在 Y方向上該殼體的上部的長邊方向一側及另一側的外表面分別
隔開一距離 K4C1以及一距離 K4C2，作為該基板在與 Y方向正交的 X方向上的水平方
向的隔開距離，該基板從該基板的短邊方向的側面分別到該電子設備的該殼體的上部的

短邊方向一側及另一側的外表面分別隔開一距離 K4D1以及一距離 K4D2，該基板從該
殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該光學元件或拍攝元件在從該殼體的一端側中該殼

體的上部的下部側面起一距離 K6的位置處配置於該殼體的底部的一端側，另一方面，
該電子電路部件配置於從該殼體的相反側的另一端側中該殼體的上部的下部側面起一距

離 K4A的位置，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間在 Y方向的水平方向上
以一距離 K7相互隔開，其中在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部配置作為該光
學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡筒，該鏡筒被固

定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾著一密封材料，

該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口部或者該透鏡構

造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一遮熱過濾器或者

一罩體。

45.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一部分，並

入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部

相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，

該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1
是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2
是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該基板從該殼體的
上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的上表面與該殼
體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部的下部側面
隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼體的上部的
下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面

隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路部件的中心
與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該殼體的上部

的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的該殼體的上
部的外表面之間的距離，該距離 K1至 K5的相互間的比例是 K1：K2：K3：K4A：
K4B：K5=3：2：4：5：5：11~14，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元件
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的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連

接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側

配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

46.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一部分，並

入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部

相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，

該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1
是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2
是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該基板從該殼體的
上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的上表面與該殼
體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部的下部側面
隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼體的上部的
下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面

隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路部件的中心
與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該殼體的上部

的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的該殼體的上
部的外表面之間的距離，該距離 K1至 K5的相互間的比例是 K1：K2：K3：K4A：
K4B：K5=3：2：4：5：5：11~14，其中在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部配
置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡筒，

該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾著一

密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口部或

者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一遮熱

過濾器或者一罩體。

47.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一部分，並

入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部

相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，

該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1
是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2
是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該基板從該殼體的
上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的上表面與該殼
體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部的下部側面
隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼體的上部的
下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面

隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路部件的中心
與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該殼體的上部

的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的該殼體的上
部的外表面之間的距離，該光學元件或拍攝元件在從該殼體的一端側中該殼體的上部的

下部側面起一距離 K6的位置處配置於該殼體的底部的一端側，另一方面，該電子電路
部件配置於從該殼體的相反側的另一端側中該殼體的上部的下部側面起一距離 K4A的位
置，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間在 Y方向的水平方向上以一距離 K7
相互隔開，該距離 K4A：K6：K7的比例是 2：1：6，其中在該殼體的底部的一部分配
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置作為該拍攝元件的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳

送部的電佈線連接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖

像感測器的下側配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

48.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一部分，並

入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部

相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，

該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，該距離 K1
是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距離，該距離 K2
是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該基板從該殼體的
上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的上表面與該殼
體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部的下部側面
隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼體的上部的
下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面

隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路部件的中心
與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該殼體的上部

的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的該殼體的上
部的外表面之間的距離，該光學元件或拍攝元件在從該殼體的一端側中該殼體的上部的

下部側面起一距離 K6的位置處配置於該殼體的底部的一端側，另一方面，該電子電路
部件配置於從該殼體的相反側的另一端側中該殼體的上部的下部側面起一距離 K4A的位
置，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間在 Y方向的水平方向上以一距離 K7
相互隔開，該距離 K4A：K6：K7的比例是 2：1：6，其中在該殼體的底部的一部分所
設置的一開口部配置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透

鏡且具有一鏡筒，該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與

該鏡筒之間夾著一密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱

部，在該開口部或者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以

及透光性的一遮熱過濾器或者一罩體。

49.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備是用於一電腦的輸入以及操作的一滑鼠，該滑鼠具備：一殼

體；一基板，配置在該殼體的內部空間內，並安裝有用於進行該電子設備的狀態的計算

以及控制等的一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一

部分，並入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過

一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號

的傳送，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，
該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距
離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該
基板從殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的
上表面與殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部
的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼
體的上部的下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側

面的外表面隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該

殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該基板的該距離 K1~K5的尺寸是該距離
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K1=10~25mm，K2=5~20mm，K3=20~35mm，K4A=15~50mm，K4B=22.5~37.5mm，
K5=13~90mm，其中在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元件的一圖像感測器，該
圖像感測器與該電子電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連接，該圖像感測器至少

具有耐熱性、防水性以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側配置至少具有耐熱性、

防水性、耐壓性以及透光性的一罩體。

50.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備是用於一電腦的輸入以及操作的一滑鼠，該滑鼠具備：一殼

體；一基板，配置在該殼體的內部空間內，並安裝有用於進行該電子設備的狀態的計算

以及控制等的一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，配置於該殼體的底部的一

部分，並入射來自外部的一圖像光，該光學元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過

一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠進行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號

的傳送，該基板從該殼體的底部在 Z方向上方隔開一距離 K1和/或一距離 K2而配置，
該距離 K1是在 Z方向上該殼體的底部的下表面與該電子電路部件的下表面之間的距
離，該距離 K2是在 Z方向上該殼體的底部的上表面與該基板的下表面之間的距離，該
基板從殼體的上部的外表面隔開一距離 K3，該距離 K3是在 Z方向上該電子電路部件的
上表面與殼體的上部的外表面之間的距離，該電子電路部件在 Y方向上從該殼體的上部
的下部側面隔開一距離 K4A，該距離 K4A是在 Y方向上該電子電路部件的中心與該殼
體的上部的下部側面之間的距離，並且該電子電路部件從該殼體的上部的短邊方向的側

面的外表面隔開一距離 K4B，該距離 K4B是在與該 Y方向正交的 X方向上該電子電路
部件的中心與該殼體的上部的短邊方向的側面的外表面之間的距離，而且，該基板從該

殼體的上部的外表面隔開一距離 K5，該距離 K5是該基板的一端部與最接近該一端部的
該殼體的上部的外表面之間的距離，該基板的該距離 K1~K5的尺寸是該距離
K1=10~25mm，K2=5~20mm，K3=20~35mm，K4A=15~50mm，K4B=22.5~37.5mm，
K5=13~90mm，其中在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部配置作為該光學元件的
一透鏡構造體，該透鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡筒，該鏡筒被固定於在該

底部的一部分所設置的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾著一密封材料，該鏡筒的

一空間部通過由該透鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口部或者該透鏡構造體的一

開口部設置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一遮熱過濾器或者一罩體。

51.   如請求項 49或 50所述的電子設備，其中，該距離 K1=12~20mm，K2=7~15mm，
K3=12~25mm，K4A=20~30mm，K4B=22.5~37.5mm，K5=45~85mm，K6=8~50mm，
K7=30~90mm。

52.   如請求項 49或 50所述的電子設備，其中，該電子設備整體的高度=30~50mm，整體的
長度=80~130mm，整體的寬度=45~75mm。

53.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，入射來自外部的一圖像光，該光學

元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠進

行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，該電子電路部件以及該基板在全方

向上從該殼體的內表面隔開而配置於該電子設備的該殼體的內部空間的一中央部，其中

在該殼體的底部的一部分配置作為該拍攝元件的一圖像感測器，該圖像感測器與該電子

電路部件之間通過作為該傳送部的電佈線連接，該圖像感測器至少具有耐熱性、防水性

以及耐壓性，或者，在該圖像感測器的下側配置至少具有耐熱性、防水性、耐壓性以及

透光性的一罩體。
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54.   一種電子設備，能夠用於接受一高壓滅菌器裝置內高溫高壓的水蒸氣所進行的滅菌處理
的一醫療現場，該電子設備具備：一殼體；一基板，配置於該殼體的內部空間內，並安

裝有一電子電路部件；以及一光學元件或拍攝元件，入射來自外部的一圖像光，該光學

元件或拍攝元件與該電子電路部件之間通過一傳送部相互隔開而連接，該傳送部能夠進

行該圖像光或者與該圖像光對應的一電信號的傳送，該電子電路部件以及該基板在全方

向上從該殼體的內表面隔開而配置於該電子設備的該殼體的內部空間的一中央部，其中

在該殼體的底部的一部分所設置的一開口部配置作為該光學元件的一透鏡構造體，該透

鏡構造體包括一個以上的透鏡且具有一鏡筒，該鏡筒被固定於在該底部的一部分所設置

的一固定部，在該固定部與該鏡筒之間夾著一密封材料，該鏡筒的一空間部通過由該透

鏡劃分而構成一透光性絕熱部，在該開口部或者該透鏡構造體的一開口部設置至少具有

耐熱性、防水性、耐壓性以及透光性的一遮熱過濾器或者一罩體。

圖式簡單說明

圖 1是示出作為本發明的電子設備的一例的實施方式 1的滑鼠的外觀的立體圖。
圖 2是實施方式 1的滑鼠的主要部分的縱剖面圖。
圖 3是實施方式 1的滑鼠的主要部分的水平面的構成圖。
圖 4是實施方式 1的滑鼠的主要部分的橫剖面圖。
圖 5是示出與實施方式 1的滑鼠的圖像感測器相關的構成例的圖。
圖 6是示出實施方式 1的變形例（變形例 1）的滑鼠的構成的圖。
圖 7是示出本發明的實施方式 2的滑鼠的主要部分的構成的圖。
圖 8是示出實施方式 2的滑鼠的絕熱構造等的橫剖面圖。
圖 9是示出實施方式 2的滑鼠中的透鏡與傳送部的連接構成例的圖。
圖 10是示出實施方式 2的變形例（變形例 2）的滑鼠的構成的圖。
圖 11是示出實施方式 2的變形例（變形例 3）的滑鼠的構成的圖。
圖 12是示出實施方式 2的變形例（變形例 4）的滑鼠的構成的圖。
圖 13是示出實施方式 2的變形例（佈線例 2）的滑鼠的構成的圖。
圖 14是示出實施方式 2的變形例（佈線例 3）的滑鼠的構成的圖。
圖 15是示出實施方式 2的變形例（位置關係例 1）的滑鼠的構成的圖。
圖 16是示出實施方式 2的變形例（位置關係例 2）的滑鼠的構成的圖。
圖 17是示出實施方式 2的變形例（佈線例 4）的滑鼠的構成的圖。
圖 18是示出實施方式 2的變形例（佈線例 5）的滑鼠的構成的圖。
圖 19是示出本發明的實施方式 3的滑鼠的絕熱構造等的橫剖面圖。
圖 20是示出本發明的實施方式 4的滑鼠的絕熱構造等的橫剖面圖。
圖 21是示出本發明的實施方式 5的滑鼠中的傳送部的構成的圖。
圖 22是示出本發明的實施方式 6的滑鼠中的殼體底部的光學元件的構成的圖。
圖 23是示出本發明的實施方式 7的滑鼠的構成的圖。
圖 24是示出本發明的實施方式 8的滑鼠的構成的圖。
圖 25是說明適用於對本發明的滑鼠進行高壓滅菌器滅菌處理的例子的圖。
圖 26是示出作為本發明的電子設備的其他例的數位板終端或 PC的一實施方式的平面方向的
概略剖面圖。

圖 27是圖 26的數位板終端的俯視圖。
圖 28是圖 26的 D1-D1線向視概略剖面圖。
圖 29是示出作為本發明的電子設備的另一其他例的口腔內照相機的一實施方式的平面方向的
概略剖視圖。

圖 30是圖 29的口腔內照相機的仰視圖。
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圖 31是圖 30的 D2-D2線向視剖面圖。
圖 32是圖 31的 D3-D3線向視剖面圖。
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